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57  Resumen:
Procedimiento de obtención de una placa de circuito
impreso y dispositivo para la puesta en práctica del
mismo.
El procedimiento y el dispositivo de la invención están
previstos para obtener una placa de circuito impreso,
de manera que la misma se dispone sobre un soporte
fijo (1) y se refleja un rayo láser (3') ultravioleta
controlado en orden a dibujar mediante el mismo las
pistas del circuito a obtener sobre la cara o caras de
la placa base. En una fase posterior se lleva a cabo el
revelado de la placa (2) por inmersión de la misma en
sosa cáustica, agitándose mediante burbujeo, tras lo
que se procede al lavado con agua limpia y posterior
inmersión en ácido clorhídrico para la eliminación del
material conductor que no participa en las pistas del
circuito, incluido el de los orificios para el montaje de
los componentes electrónicos. Finalmente la placa se
somete a un proceso de taladrado y fijación de los
componentes electrónicos que participan en la misma.

Se puede realizar consulta prevista por el art. 37.3.8 LP 11/1986.Aviso:
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DESCRIPCIÓN 
 

Procedimiento de obtención de una placa de circuito impreso y dispositivo para la puesta 
en práctica del mismo.  
 5 
Objeto de la invención  
 
La presente invención se refiere a un procedimiento que ha sido especialmente 
concebido para la obtención de una placa de circuito impreso.  
 10 
Es igualmente objeto de la invención el dispositivo para la puesta en práctica del 
procedimiento en base al cual se obtiene una placa de circuito impreso.  
 
Antecedentes de la invención  
 15 
Como es sabido, una placa de circuito impreso está formada por una placa base no 
conductora, por ejemplo de baquelita, y una o más pistas de material conductor 
laminados sobre una o ambas caras de la placa base, de manera que el circuito impreso 
se utiliza para conectar eléctricamente, a través de dichas pistas conductoras, y sostener 
mecánicamente, por medio de la base no conductora, una serie de componentes 20 
electrónicos.  
 
Las pistas conductoras son generalmente de cobre, mientras que la base se fabrica a 
base de resina de fibra de vidrio reforzada, cerámica, plástico, teflón o polímeros como la 
baquelita ya mencionada.  25 
 
Tradicionalmente, el proceso de obtención de una pista de circuito impreso sobre una 
placa base se basa en introducir la placa base con una placa de material conductor sobre 
el que se imprime el dibujo de la pista a obtener con un material resistente al ácido, de 
manera que el conjunto se sumerge en un ácido que elimina el material conductor que no 30 
forma parte del dibujo del circuito, para luego taladrar el mismo y fijar a este los 
componentes electrónicos de que se trate.  
 
Esta forma actual y convencional de obtener las pistas de circuito impreso supone una 
operativa lenta y a la vez no exenta de determinadas anomalías que pueden repercutir en 35 
el correcto funcionamiento del circuito impreso.  
 
Descripción de la invención  
 
El procedimiento que la invención propone presenta una serie de particularidades que 40 
permiten obtener, en combinación con el dispositivo para la ejecución del mismo, unos 
resultados mucho mejores, con mejores prestaciones y con unos tiempos de ejecución 
menores.  
 
Más concretamente, el procedimiento de la invención se basa en partir de una placa de 45 
circuito impreso fotosensible a los rayos ultravioletas, placa que se dispone sobre un 
soporte fijo y que es sometida a un rayo láser ultravioleta de 100 mA, rayo que se refleja 
en una pareja de espejos motorizados que permiten dirigir el rayo de forma controlada en 
los ejes X e Y sobre la placa de circuito impreso, para dibujar sobre la misma las 
correspondientes pistas del circuito que se pretende grabar u obtener.  50 
 
Con posterioridad a dicho impresión mediante rayos laser de la placa, ésta es sometida a 
un proceso de revelado sobre un tanque de sosa cáustica en el que se introduce la placa, 
con agitación, mediante un sistema de burbujas en la parte inferior del tanque.  
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A continuación, y tras el revelado de la placa, se procede a la introducción de la misma 
en un tanque con agua limpia para lavar el resto de sosa cáustica y tras esta fase se 
somete a un ataque por introducción de la placa en un tanque con ácido clorhídrico o 
Salfumán, al objeto de eliminar el exceso de material conductor que no pertenezca a las 
pistas del circuito a obtener, incluidos los que con posterioridad establecerán los orificios 5 
para el montaje de los componentes electrónicos, efectuándose esta fase del proceso 
durante un tiempo controlado para que tras la retirada de la placa de ese tanque de ácido 
se obtenga ya listo el circuito impreso, el cual es sometido finalmente al proceso de 
taladrado, efectuándose éste únicamente a través de la placa base, ya que en las pistas 
del circuito impreso han sido previamente eliminados los puntos correspondientes a 10 
dichos orificios, lo que resulta mucho más eficaz y fiable que si se realizara el taladrado 
tanto de la placa como de las pistas de circuito impreso, como se realiza 
tradicionalmente.  
 
En cuanto al dispositivo para la ejecución del procedimiento descrito, el mismo se basa 15 
en un soporte fijo sobre el que se dispone la placa foto-sensible, incluyendo una pareja 
de espejos motorizados y controlados electrónicamente para redireccionar el haz láser en 
los ejes X e Y de coordenadas sobre la placa foto sensible, espejos a los que se enfrenta 
un emisor de rayos láser ultravioleta igualmente controlado electrónicamente.  
 20 
El dispositivo comprende además, una serie de tanques amovibles electrónicamente, 
concretamente un primer tanque con sosa cáustica en el que se sumerge la placa para 
efectuar el revelado correspondiente de la misma, incluyendo un segundo tanque con 
agua limpia para el lavado del sobrante de sosa cáustica, y un tercer tanque de ácido 
clorhídrico en el que se introduce la placa rebelada y limpia, con el fin de eliminar el 25 
exceso de material conductor que no pertenezca a las pistas de circuito impreso, 
obteniéndose así el circuito impreso correspondiente, el cual es sometido a un proceso 
de taladrado mediante el correspondiente robot desplazable en los tres ejes de 
coordenadas X, Y, Z, de manera que en combinación con el correspondiente ordenador 
de control se definen las coordenadas de cada orificio o taladro a realizar, siendo el 30 
proceso de integración de los componentes electrónicos sobre la placa el convencional.  
 
Descripción de los dibujos  
 
Para complementar la descripción que seguidamente se va a realizar y con objeto de 35 
ayudar a una mejor comprensión de las características del invento, de acuerdo con un 
ejemplo preferente de realización práctica del mismo, se acompaña como parte 
integrante de dicha descripción, un plano en donde con carácter ilustrativo y no limitativo, 
se ha representado lo siguiente:  
 40 
La figura 1.- Muestra una representación correspondiente a una vista en perspectiva de 
una instalación para la obtención de una placa de circuito impreso realizado de acuerdo 
con el objeto de la presente invención.  
 
Realización preferente de la invención  45 
 
Como se puede ver en la figura reseñada, el dispositivo de la invención comprende un 
soporte fijo (1) sobre el que se dispone la placa (2) sobre la que obtener una serie de 
pistas determinantes de un circuito eléctrico, placa (2) que como es convencional, incluye 
una base plana de material no conductor, en el ejemplo elegido baquelita, mientras que 50 
por ambas caras dicha placa base presenta un recubrimiento de un material conductor 
fotosensible, concretamente una láminas de cobre.  
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El equipo incluye un emisor (3) de un rayo ultravioleta (3') que se reflejan sobre una 
pareja de espejos (4) motorizados, situados a uno y otro lado y enfrentados a la placa (2), 
espejos (4) que son amovibles para orientar controlar el haz ultravioleta (3') de acuerdo 
con los dos ejes de coordenadas X e Y.  
 5 
Mediante el control del emisor (3) se "dibujan" las pistas que han de formar el circuito 
impreso correspondiente sobre ambas caras de la placa (2), para que posteriormente 
ésta se introduzca en un tanque de sosa cáustica (6), para el revelado correspondiente 
de las pistas a obtener, llevándose a cabo una agitación, mediante un sistema de 
burbujas con un compresor de aire en la parte inferior del propio tanque (6).  10 
 
La placa fotosensible ya revelada es sometida a un proceso de lavado en un segundo 
tanque de agua limpia (7) para eliminar los restos de sosa cáustica, de manera que la 
placa una vez limpia de sosa cáustica, es atacada para eliminar el exceso de material 
conductor que no pertenezca a las pistas del circuito impreso, para lo cual la placa 15 
revelada se introduce en un nuevo tanque (8) con ácido clorhídrico o Salfumán, durante 
un tiempo controlado, eliminando así dicho exceso de material y obtener el circuito 
impreso o pistas que han de participar en el mismo.  
 
Por último se dispone de un robot taladrador, no mostrado en las figuras, que lleva a cabo 20 
la ejecución de los orificios en la placa de circuito impreso correspondiente, de manera 
que solo es preciso taladrar únicamente el núcleo de baquelita, ya que el material 
conductor ha sido previamente eliminado en la zona de los orificios en la fase anterior.  
 
En cuanto al proceso de montaje de los componentes electrónicos, este se lleva a cabo 25 
por cualquier medio convencional habitualmente utilizado.  
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REIVINDICACIONES 
 
1. Procedimiento de obtención de una placa de circuito impreso, que partiendo de una 
placa de material no conductor, recubierta por una o sus dos caras de un material 
conductor, de naturaleza fotosensible, se caracteriza porque comprende las siguientes 5 
fases operativas:  
 
•  Disposición de la placa (2) sobre un soporte fijo (1).  
 
•  Reflejo de un rayo láser (3') ultravioleta controlado en orden a dibujar mediante el 10 

mismo las pistas del circuito a obtener sobre la cara o caras de la placa base.  
 
•  Revelado de la placa (2) por inmersión de la misma en sosa cáustica.  
 
•  Agitación de la sosa cáustica mediante burbujeo.  15 
 
•  Lavado con agua limpia de la placa una vez expuesta a la sosa cáustica.  
 
•  Inmersión de la placa en ácido clorhídrico para la eliminación del material conductor 

que no participa en las pistas del circuito, incluido el de los orificios para el montaje 20 
de los componentes electrónicos.  

 
•  Taladrado de la placa, concretamente de su núcleo no conductor, para conseguir los 

orificios de implantación de los componentes electrónicos que participan en la placa.  
 25 
•  Fijación de los componentes electrónicos que participan en la placa.  
 
2. Dispositivo para la puesta en práctica del procedimiento de la reivindicación 1ª, 
caracterizado porque en el mismo participa un soporte fijo (1) sobre el que se dispone la 
placa (2), una pareja de espejos (3) motorizados, sobre los que se hace incidir un rayo de 30 
luz ultravioleta (3') a través del correspondiente emisor (3) para dibujar las 
correspondientes pistas sobre la superficie de la placa (2), habiéndose previsto que el 
dispositivo incluya un tanque de sosa cáustica (6) de revelado de la placa (2) mediante 
inmersión de la misma en el tanque, un segundo tanque con agua limpia (7) para 
eliminación de la sosa caustica sobrante, y un tercer tanque con ácido clorhídrico o 35 
Salfumán (8) de eliminación del exceso de material conductor, así como un robot de 
perforación de la placa (2), amovible de acuerdo con los tres ejes de coordenadas X, Y, 
Z, controlado mediante el correspondiente ordenador.  
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De todos los documentos recuperados del estado de la técnica se considera que el documento D01 forma el estado de la 
técnica más cercano a la solicitud que se analiza. 
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material no conductor, recubierta por una o dos de sus caras de un material conductor, de naturaleza fotosensible, se 
caracteriza porque comprende las siguientes fases operativas:  
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